证券代码：688130                                                                                       证券简称：晶华微

杭州晶华微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表  
                                              
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访                □业绩说明会
□新闻发布会            □路演活动
现场参观	
□其他

	参与单位名称
	稼沃投资

	时间
	2025年9月17日

	地点
	线下会议

	上市公司接待人员姓名
	副总经理、董事会秘书：纪臻

	

投资者关系活动主要内容介绍

	Q1：请介绍一下公司2025年上半年业绩情况。 
答：2025年上半年，由于4月美国加征关税政策扰动，公司智能健康衡器芯片、数字万用表芯片和智能家电控制芯片的市场需求受到部分抑制，但是公司迅速调整市场策略，全力以赴，报告期内实现营业收入7,862.26万元，同比增长30.68%；归属于上市公司股东的净利润-2,296.17万元，同比下降600.18%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为-1,383.59万元，同比下降672.25%。报告期内，公司医疗健康芯片产品收入占比为34.48%，工业控制及仪表芯片产品收入占比为41.59%，智能感知芯片产品收入占比为23.65%。 
Q2：公司新产品的推广进展情况？
[bookmark: _GoBack]答：2025年一季度，公司新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片已成功导入麦克、诺丁森、天康等知名客户，并逐步规模出货；公司带HCT功能的血糖仪专用芯片已实现了向国内多家知名品牌客户批量出货；晶华智芯2024年度推出的部分新产品已在苏泊尔、澳柯玛小规模批量量产，以及在美的厨卫小规模出货，晶华智芯也开拓了多个上市公司、知名品牌新客户，陆续开展项目导入中。
Q3：公司研发投入的情况？ 
答：公司持续深化高性能模拟及数模混合集成电路领域的技术创新，围绕医疗健康、工业控制、智能家电及电池管理四大核心领域，加速推进新产品研发与量产进程。2025年上半年，公司研发费用4,619.39万元，同比增长43.11%；研发投入占营业收入的比例为58.75%；至报告期末公司研发人员141人，研发人员数量占公司总人数62.67%。同期，在研芯片项目数量较去年同期增长35.00%，流片次数提升140.00%，公司已完成多款关键产品的流片与测试验证，预计将于下半年陆续实现小规模出货。
Q4：是否会继续关注并购机会？ 
答：本年度，公司将围绕“精管协同”原则，系统推进与晶华智芯的整合管理。同时，公司将充分发挥上市公司平台作用，在夯实内生业务发展的同时，以主营业务为中心，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞争力。

	附件清单
	无

	日期
	2025年9月17日
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